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19-Koruyucu Topraklamada Sis-
tem Yaklasimi :

Koruyucu bir topraklamanin esas
amaci, topraklama sisteminin bulun-
dugu bdlgede can ve mal givenligi-
nin saglanmasidir. Beklenmedik ¢ok
yuksek akimlardan kaynaklanan geri-
limlerin yaratacagi olumsuz sonugla-
rin énlenebilmesi icin temel frekans-
ta yuksek akim kapasiteli ve disik
empedansli bir hattin tesis edilmesi
gerekir.

Yiiksek yapilarda topraklama
sistemi, elektriksel altyapinin en
6nemli unsurlarindan biridir ve yii-
riitiilecek iglerin giivenligini dog-
rudan etkiler. Topraklama sistemi,
kisa stireli ariza akimlari, duragan
akimlari ve bunlar kaynaga ya da
topraga geri tasiyan yiiksek fre-
kansli giirtltii akimlarini karsilaya-
bilmeli ve giiriiltii akimlari icin ge-
rilim diismesini sifira yakin tutarak
hata akimlarinin da tehlike yarat-
masini énlemelidir. Ayni zamanda
topraklama sistemindeki yildirim
etkilerine karsi da insanlari ve ay-
gitlar1 koruyabilmelidir.

Yuksek yapilarda tesisin kullani-
ma acilmasi ve aygitlarin toprakla-
ma sistemine baglanmasi ile birlikte
problemler de ortaya ¢ikmaya baglar.
Topragin temizlik dizeyi, yakininda
bulunan diger topraklama sistemleri-
nin ve bundan daha fazla olarak da,
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tesisatin kendisine ait aygitlarin yara-
tacagi etkilere baglidir. Ornegin A.G.
sebekelerinden biri olan TN-C sis-
teminde (g¢lncl harmonikler icinde
olmak Uzere nétr ve toprak akimlari,
tesisatin nétr iletkenlerinde, koruyucu
iletkenlerde ve metal baglantilarda
birbirine karigsmaktadir.Ortak baglanti
noktasinin besleme tarafinda TN-C
sistemleri ile baglantili olsalar dahi
yliksek yapilarda tiim elektrik te-
sisatlarinda TN-S sistem kullanil-
malidir. Tek bir toprak-nétr baginin
var olmasi son derece énemlidir.
‘Koruyucu iletken’ hat, islevsel ola-
rak ayni zamanda sistemde yer alan
aygitlarin toprak baglantisidir.Diger
bir tanimlama ile; koruyucu iletkenin
kacak akimlar (temel frekansta) ta-
simasi, sinyal ara ylzlerinde gerilim
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referansi olarak alinabilmesi ve érne-
gin anahtarlanabilir glic kaynaklarin-
da s6z konusu oldugu gibi radyo fre-
kans enterferans (RFI) filtrelerinden
kaynaklanan yuksek frekansli girilti
akimlarini iletmesi gerekir.

Kacgak akimlarin siddeti tesisatta
bulunduklari yere gére degismekte-
dir. Toprak kacak akimlari temel ola-
rak U¢ fazin her biri Gzerinde bulunan
tek-faz aygitlardan kaynaklandigin-
dan her faza ait dengelenmis temel
bilesenler yok olmakta ve koruyucu
iletkenden gecen akim, devreler da-
gitim sistemi boyunca birbirleri ile
birlestikce artmakta ya da azalmakta-
dir. Genellikle kacak akimlar IT aygit-
larin beslendigi son devrede (tek faz)
en yuksek seviyeye ulasir.Topraga
aktiginda zararsiz olan bu akimlar
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Bilgi iglem hatti
Ekranlar iki ucda topraklanmis

Bilgi islem icin &nerilen TN-S modeli
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UV:Alt dagitim panosu

Bilgi Islem Tesislerine Yonelik ETTY Topraklama Onerileri

baglanti kesildigi durumda kolayhkla
Olimcul seviyelere ylkselebilir. Bu
nedenle tasarmin yuksek dizeyde
tutulmasi gerekir.

Yiiksek frekansl akimlar islev-
sellik acisindan ciddi problemler
olusturabilir. Topraklamada gurdltd
yaratan aygitlarin cogu ayni zaman-
da topraklamaya karsi duyarhdir.
Ancak 6nemli bir farki dikkate almak
gerekir; gurultt akimi Ureten aygitlar,
guralta gerilimine de duyarhdir. G-
ralth akimlari, gardltd gerilim disme-
si yaratmadan topraga gectikleri du-
rumda sorun yoktur. Bu nedenle tim
frekanslarda empedansi dusik olan
bir toprak baglantisi gerekmektedir.
Gurlltd  yayillmasini azaltmak igin,
glralta akimi toprak baglantisi besle-
me hattina yakin olmaldir.

Gunumuzde is merkezi niteligin-
deki ylUksek yapilarda bilgisayar sis-
temlerinin ¢cogu genis alana dagiimis
bir ag halinde calismaktadir. Mikro
elektronik aygitlarin gelismesi ve ¢a-
lisma gerilimlerinin kigulmesi islem-
ler icin enerji gereksinimini azaltirken
bir yandan da gerilim gurdltisine
karsi bagisikligi azaltmis ve sonucta
bu aygitlarin  gurdltiye kargi daha
duyarl olmalarina yol agmistir. G-
raltd bagisikigini yukseltmek Uzere

sistem tasarimi ile ilgili yapilan iyi-
lestirmelerin olumlu sonuglar verdi-
gi bir gercgektir. Kullanilan teknikler
oldukga etkindir, ancak atil verilerin
génderilmesi ve hatal veri paketle-
rinin tekrar aktarilmasi ag verimliligi-
ni distrmektedir. Elektriksel gurlltt
yukseldikge hata orani yikselmekte
ve yararli haberlesme timuyle durma
noktasina gelene kadar agin kullani-
mi azalmaktadir.Bir problem ortaya
ciktiginda , kullanici sistemin aniden
arnzalandigini disinadr, halbuki ger-
cekte sistem o kadar yuklenmistir
ki koruma sistemi artik is géremez
duruma gelmistir.Elektriksel gurulttu
yeterli diizeyde azaltilabildigi durum-
da hata orani da azalacak ve sistem
yeniden veri iletmeye devam edecek-
tir. Ancak, yuksek seviyelerdeki gu-
raltd iletim tekrarini gerektirecek veri
iletimini yavaslatmakta ve verimliligi
disirmektedir.

GuUrdltinun en az duzeye indiril-
mesi icin en uygun yol, bakir kafes
zemin diizlemi kullanmaktir. Onceleri
‘bilgisayar odasi’ olarak tanimlanan,
derli toplu merkezi yerlesimlerde ter-
cih edilen bu topraklama teknigi gu-
nimuzde tek gecerli ¢6zim olarak
kullaniimaktadir.

20-Elektromanyetik
(EMC)

Bir elektrik ya da elektronik sistem,
makine ve aygitin elektromanyetik bir
ortamda sistemin diger elemanlarini
etkilemeden arizasiz olarak calisma
yetenegi elektromanyetik uyumluluk
(EMC) olarak tanimlanmaktadir.

GUnUmuizde bir yandan elektro-
manyetik girisime (EMI) neden olan
besleme sistemlerinin gucleri giderek
buyurken diger yandan sayisal (diji-
tal) sebekeler genisleyerek duyarlihgi
artmakta ve dolayisiyla buyuk veri ile-
timi (data transferi) islemlerinin daha
guvenli bir bicimde yapilmasi gerek-
sinimi s6z konusu olmaktadir. Bu ba-
kimdan elektromanyetik uyumsuzlu-
gun maddi kayiplara yol agmamasi
ve glvenlik standartlarinin kabul edi-
lebilir seviyede tutulmasi bakimindan
tim yapilarin elektrik tesisatlarinin
nitelikli olarak yapilmasi bir zorunlu-
luk olmaktadir.

Yiiksek yapi ve tesislerde elekt-
rigi ileten tiim elemanlar bir sekilde
elektromanyetik girisim iliretmekte
ya da etkisi altinda kalmaktadir.
Tesisatta bulunan iletkenler disin-
da metal borular, beton demirleri,
metal plakalar, celik konstriiksi-
yon, v.b. EMC acisindan tesisatin
birer parcasi olarak girisim iletirler
ve tesisat zaman zaman ayni anda
hem bir kaynak ve hem de tasiyici
olabilir.

YUlksek yapilardaki elektrik tesisa-
tt EMC ve emisyon agisindan ulusal
ve uluslararasi standartlara uyumlu
olmak zorundadir. AB direktiflerine
uygun olarak yayimlanan yasal di-
zenlemelerde tasarim, muihendislik
ve konstriksiyondan sorumlu kisi ve
kuruluslar ‘imalat¢i’ olarak kabul edil-
mekte ve tesisatin hizmet sirasindaki
standart esaslara uyumundan tam
sorumlu tutulmaktadir. Elektroman-
yetik uyumlulugun slrdaralebilmesi
icin yuksek yapilarda tasarnm, tesisat

Uyumluluk
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ve topraklama uygulamalarinda bu-
yuk dikkat gésterilmesi gerekir.

Algilagelmis elektrik mahendisligi
uygulamalarinda, 6rnegin bilgisayar
topraklama, enerji topraklama, vyil-
dirm topraklama v.b. gibi ayri ayrn
topraklama sistemleri kullaniliyordu.
Ginldmiizde ise topraklama sistemi
genel bir bitlin olarak uluslararasi
standartlarda tanimlanmisg, ayrr ayri
topraklama sistemlerinin kullani-
mina son verilmis, topraklama ve
devrelerin korunmasi konularinda
elektrik miihendisligine yeni yakla-
simlar getirilmistir, “temiz” ve “kir-
li” toprak diye tanimlanan herhan-
gi bir kavram s6z konusu olmaktan
ctkmistir.

Tek bir sistem halindeki bu top-
raklama kavramindan koruyucu
toprak iletkenleri, paralel toprak-
lama iletkenleri, panolar, veri ve
glic kablolari zirh ve ekranlari, v.b.
tiimii birbiri ile baglantili bir bi-
tiin halindedir. Diger yandan, celik
konstriiksiyon gere¢, su ve gaz
borulari bu sistemin parcalaridir.
ideal olarak, belli bir bélgeye giren
kablolarin  timudndn, bitin ekranlar
ve diger toprak iletkenlerinin bagli
oldugu tek bir noktadan bdlgeye git-
mesi gerekir.

Aygitlar  Uzerindeki  etkilesimi
azaltmak icin kablo ekranlar ve di-
ger topraklama gereci arasindaki
topraklama sistemine ait halkalarin
kicuk tutulmasi gerekir. Metal gere¢
ile yapilan kablo baglantilarinin her

biri birer paralel topraklama iletkeni
niteligindedir. Paralel topraklamalar
hem veri ve hem de gli¢c kablolari
icin kullaniimaktadir. Ornekler etkin-
lik sirasina gére sOyle siralanabilir:
Topraklama telleri, kablo merdivenle-
ri, diz metal yUzeyler, kablo altliklari
yada metal borular butinid. Paralel
topraklama iletkeni, kablo ve toprak-
lama sisteminden olugan halkanin
empedansini azaltmaktadir.

Yiksek frekanslarda topraklama
sistemi baglantilarindaki empedan-
si kiguk tutmak icin  érgull, tek tek
izoleli ya da 6zel ufak metal seritler
kullaniimasi gerekir. 10Mhz’den daha
yuksek frekanslarda yuvarlak teller
kullaniimamalidir.

Yukseltilmis bir zemin iyi bir es
potansiyel diizlem olarak caligabilir.
Altindaki bakir érglnin aralklari en
cok 1,2 metre olmall ve ¢ok sayida es
potansiyelli baglanti iletkenleri Gze-
rinden ortak birlesme agina baglan-
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M Elektromanyetik Bozulma

malidir.Bakir 6rgu, yikseltilmis zemin
alaninin etrafina yerlestirilen 50mm?
kesitli bakir halkaya 6 metre araliklar-
la baglanmalidir. Glg¢ ve sinyal kab-
lolari birbirinden en az 20 cm uzakta
olmali ve ayni noktada bulusma du-
rumunda dogrultulari arasi bir dik agi
olusturulmalidir.
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Gazborularl . Anten
Banyo,dus
Yildirimlik
Su borulari ve diger
metal
aksam
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Ana potansiyel dengeleme
barasi

3

Temel topraklamasi 30x3.5 mm.
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TT sistemde bu képri
olmayacaktir.

Ana pano detayi
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